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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２《印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板》和ＧＢ／Ｔ１２６２９—１９９０《限

定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板（制造多层印制板用）》。本文件以ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２为主，整

合了ＧＢ／Ｔ１２６２９—１９９０的内容。与ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术

变化如下：

ａ）　更改了产品分类（见第５章，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的３．１）；

ｂ）　删除了结构的描述（见ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的３．２）；

ｃ）　删除了绝缘基材的描述（见ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的３．２．１）；

ｄ）　更改了铜箔的要求（见６．１，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的３．２．２）；

ｅ）　增加了Ｅ玻纤布、树脂体系的要求（见６．２和６．３）；

ｆ）　更改了外观和尺寸的要求（见７．１、７．２，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的４．２．１～４．２．４）；

ｇ）　更改了性能要求（见７．３，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的４．１、４．２．５）；

ｈ）　增加了外观、尺寸试验方法（见第８章）；

ｉ）　更改了性能试验方法（见７．３、第８章，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的４．１、４．２．５）；

ｊ）　更改了质量保证（见第９章，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的第５章）；

ｋ）　更改了包装、标志、运输和贮存技术要求（见第１０章，ＧＢ／Ｔ４７２５—１９９２的３．３、第６章）；

ｌ）　增加了订货文件的规定（见第１１章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国印制电路标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４７）归口。

本文件起草单位：广东生益科技股份有限公司、国家电子电路基材工程技术研究中心、苏州生益科

技有限公司、陕西生益科技有限公司。

本文件主要起草人：苏晓声、杨中强、蔡巧儿、杨艳、刘申兴、王金瑞、罗鹏辉、王爱戎。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

———１９８４年首次发布为ＧＢ／Ｔ４７２５—１９８４，１９９２年第一次修订；

———１９９０年首次发布为ＧＢ／Ｔ１２６２９—１９９０；

———本次为第二次修订，并入了ＧＢ／Ｔ１２６２９的内容。

Ⅰ
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印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板

１　范围

本文件规定了印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板（以下简称“覆铜板”）的产品分类、材料、技术要

求、试验方法、质量保证、包装、标志、运输、贮存及订货文件。

本文件适用于厚度为０．０５ｍｍ～６．４ｍｍ的单面或双面覆铜板的设计、制造、出货监控以及下游用

户的进货检验等。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１　印制电路用刚性覆铜箔层压板通用规则

ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７　印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法

ＧＢ／Ｔ５２３０　印制板用电解铜箔

ＧＢ／Ｔ１８３７３　印制板用Ｅ玻璃纤维布

３　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

４　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ＣＴＥ：热膨胀系数（ＣｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｏｆＴｈｅｒｍａｌＥｘｐａｎｓｉｏｎ）

ＣＴＩ：相比耐漏电起痕指数（ＣｏｍｐａｒａｔｉｖｅＴｒａｃｋｉｎｇＩｎｄｉｃｅｓ）

ＤＭＡ：动态机械分析仪（ＤｙｎａｍｉｃＭｅｃｈａｎｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ）

ＤＳＣ：差示扫描量热仪（ＤｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌＳｃａｎｎｉｎｇＣａｌｏｒｉｍｅｔｒｙ）

犜ｇ：玻璃化温度（ＧｌａｓｓＴｒａｎｓｉｔｉｏｎＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

５　产品分类

覆铜板分类应符合表１的规定。

１
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表１　产品分类

型号 特性

ＣＥＰＧＣ３２Ｆ 犜ｇ≥１２０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３３Ｆ 犜ｇ≥１５０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３４Ｆ 犜ｇ≥１７０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３５Ｆ 高热可靠性，犜ｇ≥１２０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３６Ｆ 高热可靠性，犜ｇ≥１５０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３７Ｆ 高热可靠性，犜ｇ≥１７０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３８Ｆ 无卤，高热可靠性，犜ｇ≥１２０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ３９Ｆ 无卤，高热可靠性，犜ｇ≥１５０℃，阻燃型

ＣＥＰＧＣ４０Ｆ 无卤，高热可靠性，犜ｇ≥１７０℃，阻燃型

６　材料

６．１　铜箔

用于覆铜板的铜箔应符合ＧＢ／Ｔ５２３０的规定。对于未包括在ＧＢ／Ｔ５２３０中的铜箔，其要求应由

供需双方商定。

６．２　犈玻纤布

Ｅ玻纤布应符合ＧＢ／Ｔ１８３７３的要求。

６．３　树脂体系

主体树脂应为环氧树脂，可添加填料和对比剂等进行性能改善。

７　技术要求

７．１　外观

覆铜板外观应符合ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１中６．２的规定。

７．２　尺寸

覆铜板尺寸应符合ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１中６．３的规定。

７．３　性能要求

覆铜板的性能要求应符合表２～表４的规定。

２
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表２　覆铜板（犆犈犘犌犆３２犉／３３犉／３４犉）性能要求

序

号
项目 单位

要求

ＣＥＰＧＣ３２Ｆ ＣＥＰＧＣ３３Ｆ ＣＥＰＧＣ３４Ｆ

试验方法

（ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７

章条号）

１

剥

离

强

度

低轮廓和甚低轮廓铜箔（＞１７μｍ）

标

准

轮

廓

铜

箔

基材厚度

＜０．５０ｍｍ

基材厚度

≥０．５０ｍｍ

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

Ｎ／ｍｍ

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．５５ ≥０．５５ ≥０．５５

≥１．０５ ≥１．０５ ≥１．０５

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

７．２

２ 尺寸稳定性 μｍ／ｍ

标称值由供需双方商定，除非另有规

定，公差采用Ａ级。

Ａ级：±３００；Ｂ级：±３００；

Ｃ级：±１００；Ｘ级：由供需双方商定

７．４

３
弯曲强度（适用于

厚度≥０．８ｍｍ）

经向

纬向
ＭＰａ

≥４１５ ≥４１５ ≥４１５

≥３４５ ≥３４５ ≥３４５
７．４

４ 燃烧性（垂直燃烧等级） 级 ＦＶ０ ＦＶ０ ＦＶ０ ６．４．１

５
热应力

（在２８８℃下２０ｓ）

未蚀刻

蚀刻后
— 不分层、不起泡 ６．５

６ 可焊性ａ —
浸润部分应不小于铜箔面积９５％，最大

５％部分允许分散的半浸润
６．６

７ 玻璃化温度 ℃
≥１２０

（ＤＳＣ法）

≥１５０

（ＤＳＣ法）

≥１７０

（ＤＳＣ法）
６．７．１

８ 介电常数（测试频率１ＭＨｚ） — ≤５．４ ≤５．４ ≤５．４ ８．５

９ 介质损耗角正切值（测试频率１ＭＨｚ） — ≤０．０３５ ≤０．０３５ ≤０．０３５ ８．５

１０ 体积电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ·ｃｍ

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１１ 表面电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１２ 耐电弧性（适用于厚度≥０．１０ｍｍ） ｓ ≥６０ ≥６０ ≥６０ ８．６

１３ 击穿电压（适用于厚度≥０．５０ｍｍ） ｋＶ ≥４０ ≥４０ ≥４０ ８．１

１４ 电气强度（适用于厚度＜０．５０ｍｍ） ｋＶ／ｍｍ ≥３０ ≥３０ ≥３０ ８．２

１５ 吸水率（适用于厚度≥０．５ｍｍ） ％ ≤０．８ ≤０．８ ≤０．８ ９．２

１６ ＣＴＩ Ｖ 供需双方商定ｃ ８．７

　　
ａ 适用时，无铅焊料及试验条件由供需双方商定。

ｂ 基材厚度＜０．５０ｍｍ时，湿热条件采用恒定湿热条件；基材厚度≥０．５０ｍｍ时，湿热条件采用湿热循环周期条件。

ｃ 任选一个，一般包括三个等级。Ⅰ级：ＣＴＩ≥６００Ｖ；Ⅱ级：４００Ｖ≤ＣＴＩ＜６００Ｖ；Ⅲ级：１７５Ｖ≤ＣＴＩ＜４００Ｖ。

３
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表３　覆铜板（犆犈犘犌犆３５犉／３６犉／３７犉）性能要求

序

号
项目 单位

要求

ＣＥＰＧＣ３５Ｆ ＣＥＰＧＣ３６Ｆ ＣＥＰＧＣ３７Ｆ

试验方法

（ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７

章条号）

１

剥

离

强

度

低轮廓和甚低轮廓铜箔（＞１７μｍ）

标

准

轮

廓

铜

箔

基材厚度

＜０．５０ｍｍ

基材厚度

≥０．５０ｍｍ

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

Ｎ／ｍｍ

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．５５ ≥０．５５ ≥０．５５

≥１．０５ ≥１．０５ ≥１．０５

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

７．２

２ 尺寸稳定性 μｍ／ｍ

标称值由供需双方商定，除非另有规

定，公差采用Ａ级。

Ａ级：±３００；Ｂ级：±３００；

Ｃ级：±１００；Ｘ级：由供需双方商定

７．４

３
弯曲强度（适用于

厚度≥０．８ｍｍ）

经向

纬向
ＭＰａ

≥４１５ ≥４１５ ≥４１５

≥３４５ ≥３４５ ≥３４５
７．４

４ 燃烧性（垂直燃烧等级） 级 ＦＶ０ ＦＶ０ ＦＶ０ ６．４．１

５
热应力

（在２８８℃下２０ｓ）

未蚀刻

蚀刻后
— 不分层、不起泡 ６．５

６ 可焊性ａ —
浸润部分应不小于铜箔面积９５％，最大

５％部分允许分散的半浸润
６．６

７ 玻璃化温度 ℃
≥１２０

（ＤＳＣ法）

≥１５０

（ＤＳＣ或

ＤＭＡ法）

≥１７０

（ＤＳＣ或

ＤＭＡ法）

ＤＳＣ法：６．７．１

ＤＭＡ法：６．７．２

８ 介电常数（测试频率１ＭＨｚ） — ≤５．４ ≤５．４ ≤５．４ ８．５

９ 介质损耗角正切值（测试频率１ＭＨｚ） — ≤０．０３５ ≤０．０３５ ≤０．０３５ ８．５

１０ 体积电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ·ｃｍ

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１１ 表面电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１２ 耐电弧性（适用于厚度≥０．１０ｍｍ） ｓ ≥６０ ≥６０ ≥６０ ８．６

１３ 击穿电压（适用于厚度≥０．５０ｍｍ） ｋＶ ≥４０ ≥４０ ≥４０ ８．１

１４ 电气强度（适用于厚度＜０．５０ｍｍ） ｋＶ／ｍｍ ≥３０ ≥３０ ≥３０ ８．２

１５ 吸水率（适用于厚度≥０．５ｍｍ） ％ ≤０．５ ≤０．５ ≤０．５ ９．２

１６ ＣＴＩ Ｖ 供需双方商定ｃ ８．７

１７ 热分解温度（５％重量损失） ℃ ≥３１０ ≥３２５ ≥３４０ ６．９

４

犌犅／犜４７２５—２０２２



表３　覆铜板（犆犈犘犌犆３５犉／３６犉／３７犉）性能要求 （续）

序

号
项目 单位

要求

ＣＥＰＧＣ３５Ｆ ＣＥＰＧＣ３６Ｆ ＣＥＰＧＣ３７Ｆ

试验方法

（ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７

章条号）

１８ 犣轴ＣＴＥｄ

犜ｇ前 μｍ／ｍ·℃ ≤６０ ≤６０ ≤６０

犜ｇ后 μｍ／ｍ·℃ ≤３００ ≤３００ ≤３００

５０℃～２６０℃ ％ ≤４．０ ≤３．５ ≤３．０

６．８

１９
热分层时间ｄ

（除去铜箔）

犜２６０（２６０℃热分层

时间）

犜２８８（２８８℃热分层

时间）

犜３００（３００℃热分层

时间）

ｍｉｎ

≥３０ ≥３０ ≥３０

≥５ ≥５ ≥１５

— — ≥２

６．１１

　　
ａ 适用时，无铅焊料及试验条件由供需双方商定。

ｂ 基材厚度＜０．５０ｍｍ时，湿热条件采用恒定湿热条件；基材厚度≥０．５０ｍｍ时，湿热条件采用湿热循环周期

条件。

ｃ 任选一个，一般包括三个等级。Ⅰ级：ＣＴＩ≥６００Ｖ；Ⅱ级：４００Ｖ≤ＣＴＩ＜６００Ｖ；Ⅲ级：１７５Ｖ≤ＣＴＩ＜４００Ｖ。

ｄ 试样厚度为１．５ｍｍ～２．４ｍｍ，其树脂含量为４０％～４４％。

表４　覆铜板（犆犈犘犌犆３８犉／３９犉／４０犉）性能要求

序

号
项目 单位

要求

ＣＥＰＧＣ３８Ｆ ＣＥＰＧＣ３９Ｆ ＣＥＰＧＣ４０Ｆ

试验方法

（ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７

章条号）

１

剥

离

强

度

低轮廓和甚低轮廓铜箔（＞１７μｍ）

标

准

轮

廓

铜

箔

基材厚度

＜０．５０ｍｍ

基材厚度

≥０．５０ｍｍ

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

热应力后

１２５℃下

暴露于工艺溶液后

Ｎ／ｍｍ

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．５５ ≥０．５５ ≥０．５５

≥１．０５ ≥１．０５ ≥１．０５

≥０．７０ ≥０．７０ ≥０．７０

≥０．８０ ≥０．８０ ≥０．８０

７．２

２ 尺寸稳定性 μｍ／ｍ

标称值由供需双方商定，除非另有规

定，公差采用Ａ级。

Ａ级：±３００；Ｂ级：±３００；

Ｃ级：±１００；Ｘ级：由供需双方商定

７．４

３
弯曲强度（适用于

厚度≥０．８ｍｍ）

经向

纬向
ＭＰａ

≥４１５ ≥４１５ ≥４１５

≥３４５ ≥３４５ ≥３４５
７．４

４ 燃烧性（垂直燃烧等级） 级 ＦＶ０ ＦＶ０ ＦＶ０ ６．４．１

５

犌犅／犜４７２５—２０２２



表４　覆铜板（犆犈犘犌犆３８犉／３９犉／４０犉）性能要求 （续）

序

号
项目 单位

要求

ＣＥＰＧＣ３８Ｆ ＣＥＰＧＣ３９Ｆ ＣＥＰＧＣ４０Ｆ

试验方法

（ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７

章条号）

５
热应力

（在２８８℃下２０ｓ）

未蚀刻

蚀刻后
— 不分层、不起泡 ６．５

６ 可焊性ａ —
浸润部分应不小于铜箔面积９５％，最大

５％部分允许分散的半浸润
６．６

７ 玻璃化温度 ℃
≥１２０

（ＤＳＣ法）

≥１５０

（ＤＳＣ或

ＤＭＡ法）

≥１７０

（ＤＳＣ或

ＤＭＡ法）

ＤＳＣ法：６．７．１

ＤＭＡ法：６．７．２

８ 介电常数（测试频率１ＭＨｚ） — ≤５．４ ≤５．４ ≤５．４ ８．５

９ 介质损耗角正切值（测试频率１ＭＨｚ） — ≤０．０３５ ≤０．０３５ ≤０．０３５ ８．５

１０ 体积电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ·ｃｍ

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
６

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１１ 表面电阻率
湿热条件下ｂ

高温条件下
ＭΩ

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
４

≥１０
３

≥１０
３

≥１０
３

８．３

１２ 耐电弧性（适用于厚度≥０．１０ｍｍ） ｓ ≥６０ ≥６０ ≥６０ ８．６

１３ 击穿电压（适用于厚度≥０．５０ｍｍ） ｋＶ ≥４０ ≥４０ ≥４０ ８．１

１４ 电气强度（适用于厚度＜０．５０ｍｍ） ｋＶ／ｍｍ ≥３０ ≥３０ ≥３０ ８．２

１５ 吸水率（适用于厚度≥０．５ｍｍ） ％ ≤０．５ ≤０．５ ≤０．５ ９．２

１６ ＣＴＩ Ｖ 供需双方商定ｃ ８．７

１７ 热分解温度（５％重量损失） ℃ ≥３１０ ≥３２５ ≥３４０ ６．９

１８ 犣轴ＣＴＥｄ

犜ｇ前 μｍ／ｍ·℃ ≤６０ ≤６０ ≤６０

犜ｇ后 μｍ／ｍ·℃ ≤３００ ≤３００ ≤３００

５０℃～２６０℃ ％ ≤４．０ ≤３．５ ≤３．０

６．８

１９
热分层时间ｄ

（除去铜箔）

犜２６０（２６０℃热分层

时间）

犜２８８（２８８℃热分层

时间）

犜３００（３００℃热分层

时间）

ｍｉｎ

≥３０ ≥３０ ≥３０

≥５ ≥５ ≥１５

— — ≥２

６．１１

２０ 卤素含量

氯

溴

氯＋溴

ｍｇ／ｋｇ

≤０．０９ ≤０．０９ ≤０．０９

≤０．０９ ≤０．０９ ≤０．０９

≤０．１５ ≤０．１５ ≤０．１５

６．３

　　
ａ 适用时，无铅焊料及试验条件由供需双方商定。

ｂ 基材厚度＜０．５０ｍｍ时，湿热条件采用恒定湿热条件；基材厚度≥０．５０ｍｍ时，湿热条件采用湿热循环周期条件。

ｃ 任选一个，一般包括三个等级。Ⅰ级：ＣＴＩ≥６００Ｖ；Ⅱ级：４００Ｖ≤ＣＴＩ＜６００Ｖ；Ⅲ级：１７５Ｖ≤ＣＴＩ＜４００Ｖ。

ｄ 试样厚度为１．５ｍｍ～２．４ｍｍ，其树脂含量为４０％～４４％。

６

犌犅／犜４７２５—２０２２



８　试验方法

外观按照ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中第４章进行试验。

尺寸按照ＧＢ／Ｔ４７２２—２０１７中第５章进行试验。

除非另有规定，各型号产品各项性能试验方法应按照表２～表４执行。

９　质量保证

质量保证应符合ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１中第８章的规定。

１０　包装、标志、运输和贮存

包装、标志、运输和贮存应符合ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１中第９章的规定。

１１　订货文件

订货文件应符合ＧＢ／Ｔ４７２１—２０２１中第１０章的规定。

犌犅／犜４７２５—２０２２
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